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Circuit Board Technology
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Die

Softlock – Technologie

Technologie
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Herausforderungen
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Allgemein

# #

Bauteilspezifische Gestaltung der Bohrgeometrie

• Bestückung der Bauteile mit geringem Kraftaufwand

• Haltekräfte groß genug um Bauteilmasse sicher zu halten 
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Stand der Technik

Ausführung einer Softlock-Bohrung

Allgemein
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Schliffbild
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Stand der Technik
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Allgemein

Draufsicht
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Bohrablauf

Drehen der 
Leiterplatte
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Klemmkragen
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Funktionsweise

Leiterplatte hält das Bauteil

Allgemein

Bestücken der THT-Bauteile -
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Einflussgrößen auf die Haltefunktion

Leiterplattendicke

Bohrdurchmesser

Metallisierung

Allgemein
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Einflussgrößen auf die Haltefunktion
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Bauteilanschlüsse

Allgemein
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Kraftmessung Bauteil A
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Bestück- und Haltekräfte

Allgemein

1 kg ~ 10 N

2 … 15 N

- manuelle Bestückung von THT 

- Automatenbestückung möglich
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Design-Regeln
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- Richtlinien für die Leiterplatte

- Richtlinien für verwendbare THT-Bauteile
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Richtlinien für die Leiterplatte

Design-Regeln

• keine Layoutänderungen notwendig 

• alle Basismaterialien bis auf rein flexible Materialien einsetzbar

Layout zuvor Layout mit Softlock

D1

D2=D1

D1

D3
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Richtlinien für die Leiterplatte

• minimale Leiterplattendicke: 1,00 mm

• maximale Leiterplattendicke: 2,40 mm  

(größere Enddicke nach Rücksprache)

• Oberflächen: chem. Ni/Au

chem. Sn*

chem. Ag*

(* noch in Qualifizierungsphase)

Design-Regeln
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Richtlinien für verwendbare THT-Bauteile

• für alle Pingeometrien

• min. Pindurchmesser bzw. –diagonale: 0,40mm

• beliebige Anzahl an Pins (müssen nicht alle in Softlock

ausgeführt werden)

• Bsp.: 40 - poliger Steckverbinder
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Richtlinien für verwendbare THT-Bauteile

Wird durch Würth Elektronik festgelegt:

• Anzahl der Softlock-Bohrungen des Bauteils
• Durchmesser der Kragenbohrung D3

Anhand folgender Eigenschaften des Bauteils:

- Gewicht des Bauteils

- Anzahl der Pins

- Geometrie der Pins

- Symmetrie der Pins
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Richtlinien für verwendbare THT-Bauteile

• Musterbauteile (3Stück) und Herstellerdatenblatt 

• Positionierungsplan der Bauteile auf der Leiterplatte

� Idealerweise erfolgt die Qualifizierung anhand eines Musterauftrages

Erforderlich für die Qualifizierung der Bauteile

Design-Regeln
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Anwendungen und 
Vorteile



Softlock   -

- Backside-Reflowlöten

- Wellenlöten

- Selektivlöten

- Handlöten

- Roboterlöten

Festhalten der THT-Bauteile im Lötprozess

Anwendungen / Vorteile

- Reflowlöten
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Reflowlöten von THT-Bauelementen

Lotpastendruck
1. LP-Seite

Reflow-
löten

SMD –
Bestückung

Lotpastendruck
2. LP-Seite

Reflow-
löten

SMD –
Bestückung

Variante
1

Variante
2

Bestückung
THT-Bauteile

Prozessschritte beim Reflowlöten von mischbestückten Baugruppen

Drehen der 
Leiterplatte
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kopfüber
gestecktes THT-

Bauelement

ausgebildete 
Lötstelle

o Bauteile fixiert, zentriert und ausgerichtet 

o Beidseitige Bestückung von THT-Bauelementen

o Kopfüber Löten – geringe Lötpastenverschleppung

Reflowlöten Pin in Paste

� nicht kopfüber gelötet
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Lötpastendruck

Variante 1

Bestückung der THT-Bauelemente nach dem Lötpastenauftrag

- normaler Druck über Schablone

Vorteile:

- Standard, keine Umstellung notwendig

Nachteile:

- Leiterplatte muss somit 2mal gewendet werden 
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Lötpastendruck

Variante 2

Bestückung der THT-Bauelemente vor dem Lötpastenauftrag

- über Pump-Printing (neues Verfahren von DEK)

- gekürzte Anschlüsse der Bauteile, die nicht aus der 

Leiterplatte herausragen

Vorteile:

- kein zusätzliches Drehen der LP notwendig

Nachteile:

- neues Druckverfahren oder

- neue / spezielle Bauteile notwendig
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Bedruckte Seite

Rückseite/Bestückseite
für THT - BE

Bedruckte Seite mit
Drahtenden der BE

Kein Problem, da Lotpaste 
durch Schwerkrafteinfluss nach 

unten fließt

Lötpastendruck

Quelle: Endress & Hauser
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SMD

WendenTHT-BE

Anwendungen / Vorteile

Quelle: Endress & Hauser

Bestücken
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- Reduzierung der Prozessschritte 

- Wegfall von zusätzlichem Wellen-

oder Handlöten

- Kostensenkung

- Qualitätssteigerung

- Pastenverschleppung 
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Backside-Reflow Schema

Backside – Reflow – Verfahren (BSR)

- aktive Kühlung von der Unterseite der Leiterplatte

Endress und Hauser

Rehm Anlagenbau
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Temperaturprofil BSR
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Lötergebnisse (Reflowlöten)

Quelle: Endress & Hauser
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- Wegfall teurer Haltevorrichtungen

- Reduzierung des Bestückaufwandes

Anwendungen / Vorteile

Wellenlöten
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- keine zusätzlichen Haltevorrichtungen

- Qualitätssteigerung

- vereinfachtes Handling

Anwendungen / Vorteile

Hand-, Selektiv- und Roboterlöten
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Kostenbetrachtung

Kostenbetrachtung
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Preiseinfluss Softlock
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- Verkürzung der Prozesskette (Durchlaufzeiten)

- Kein zusätzliches Wellen- oder Handlöten

- Reduzierung der benötigten Leiterplattenfläche 10 – 20%

- Bauelemente müssen nicht zwangsläufig auf SMD umgestellt werden

- Ausbeute erhöhen

Gegenüber Wellenlöten 5 – 25 %

Gegenüber Handlöten 10 – 30 %
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- temperaturbeständige Bauteile oder

- Backside-Reflow-Lötanlage (BSR) 

&�-%��������������,�-��%�����

Quelle: Rehm Anlagenbau
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- keine zusätzlichen Halterahmen notwendig

- vereinfachtes Handling

- Reduzierung des Bestückaufwandes
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- keine zusätzlichen Vorrichtungen notwendig

- vereinfachtes Handling

- Reduzierung des Bestückaufwandes
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Kosten Anzahl Gesamtkosten
Leiterplatte 100.000
160x100mm² Annahme
THT-Welle: 622.933,33 €           
Leiterplatte 4,00 €           100.000 400.000,00 €           
Halterahmen 1.200,00 €   6 7.200,00 €               
Lötanlage 60.000,00 € 1 60.000,00 €             
Ausbeute (first pass) 75%

Clinchen: 625.000,00 €           
Leiterplatte 4,00 €           100.000 400.000,00 €           
Clinchroboter 40.000,00 € 1 40.000,00 €             
Lötanlage 60.000,00 € 1 60.000,00 €             
Ausbeute (first pass) 80%

Pin In Paste: (ohne Softlock) 525.000,00 €           
Leiterplatte 4,00 €           100.000 400.000,00 €           
spezielle BE 20% 10 / LP 20.000,00 €             
Ausbeute (first pass) 80%

Softlock: 514.736,84 €
Leiterplatte 4,70 €           100.000 470.000,00 €           
spez. BE (kein BSR) 20% 10 / LP 20.000,00 €             
Ausbeute (first pass) 95%

Kostenbetrachtung
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Qualitätssteigerung
und

Kostenreduzierung

Leiterplatten mit Softlock – Technologie
von Würth Elektronik ermöglichen auch Ihnen: 

Technologie
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Ihr Ansprechpartner

Werner Öchslen

Dipl. Wirtschaftsing. (BA)

Tel.: 07622/397-402

Mobil: 0175/5751197

werner.oechslen@we-online.de

softlock@we-online.de

Technologie


